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(57)【要約】
【課題】カバーテープへの貼り付き及び／若しくは実装
時のリリース不良を抑制できる、発光装置又はその製造
方法を提供する。
【解決手段】チクソ性付与剤を配合した樹脂を発光素子
上に噴霧して堆積させた後硬化させることにより、前記
発光素子の光を外部に透過させる光透過部材の最外層を
、表面に凹凸を生じさせて形成する発光装置の製造方法
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チクソ性付与剤を配合した樹脂を発光素子上に噴霧して堆積させた後硬化させることに
より、前記発光素子の光を外部に透過させる光透過部材の最外層を、表面に凹凸を生じさ
せて形成する発光装置の製造方法。
【請求項２】
　前記樹脂は、シリコーン樹脂、変性シリコーン樹脂、ハイブリッドシリコーン樹脂のう
ちのいずれか１つである請求項１に記載の発光装置の製造方法。
【請求項３】
　前記噴霧は、パルス式スプレー法で行う請求項１又は２に記載の発光装置の製造方法。
【請求項４】
　前記チクソ性付与剤の配合量は、１ｗｔ％以上３０ｗｔ％以下である請求項１乃至３の
いずれか一項に記載の発光装置の製造方法。
【請求項５】
　前記最外層の厚さは、３μｍ以上２０μｍ以下である請求項１乃至４のいずれか一項に
記載の発光装置の製造方法。
【請求項６】
　前記チクソ性付与剤は、シリカのナノ粒子である請求項１乃至５のいずれか一項に記載
の発光装置の製造方法。
【請求項７】
　前記光透過部材は、前記発光素子と前記最外層の間に、樹脂と蛍光物質を含む波長変換
層を有する請求項１乃至６のいずれか一項に記載の発光装置の製造方法。
【請求項８】
　前記最外層の前記樹脂は、前記波長変換層の前記樹脂と同種である請求項７に記載の発
光装置の製造方法。
【請求項９】
　前記波長変換層は、前記樹脂と前記蛍光物質を噴霧して堆積させた後、前記樹脂を硬化
させることにより形成する請求項７又は８に記載の発光装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記噴霧は、パルス式スプレー法で行う請求項９に記載の発光装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記発光装置は、前記発光素子の上方に接続した前記光透過部材と、前記発光素子の周
囲を被覆する被覆部材と、前記発光素子の下方に接続し、少なくとも下面が前記被覆部材
から露出された一対の外部接続端子と、を備える請求項１乃至１０のいずれか一項に記載
の発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、半導体発光素子の半導体層上に設けられる樹脂の透光層におい
て、フィラーの濃度分布を形成し、上面部分の硬度を下側部分の硬度より高くすることに
より、上面のタック性を低くして、カバーテープへの貼り付きや実装時のリリース不良を
抑制できることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１７５３６２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、今尚、このような樹脂の透光層のカバーテープへの貼り付きや実装時の
リリース不良は、改善の余地がある。
【０００５】
　そこで、本発明の一実施の形態は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、カバーテ
ープへの貼り付き及び／若しくは実装時のリリース不良を抑制できる、発光装置又はその
製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施の形態の発光装置の製造方法は、チクソ性付与剤を配合した樹脂を発光
素子上に噴霧して堆積させた後硬化させることにより、前記発光素子の光を外部に透過さ
せる光透過部材の最外層を、表面に凹凸を生じさせて形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一実施の形態によれば、カバーテープへの貼り付き及び／若しくは実装時のリ
リース不良を抑えられる発光装置を得ることができる。また、そのような発光装置を比較
的簡便に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施の形態に係る発光装置の概略上面図（ａ）と、そのＡ－Ａ断面に
おける概略断面図（ｂ）である。
【図２】本発明の一実施の形態に係る発光装置の製造方法の一例を示す概略断面図（ａ）
～（ｅ）である。
【図３】本発明の一実施例に係る発光装置の最外層の上面の顕微鏡写真（ａ）と、一比較
例に係る発光装置の最外層の上面の顕微鏡写真（ｂ）である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、発明の実施の形態について適宜図面を参照して説明する。但し、以下に説明する
発光装置及びその製造方法は、本発明の技術思想を具体化するためのものであって、特定
的な記載がない限り、本発明を以下のものに限定しない。また、図面が示す部材の大きさ
や位置関係等は、説明を明確にするため、誇張していることがある。
【００１０】
＜実施の形態１＞
　図１（ａ）は実施の形態１に係る発光装置１００の概略上面図であり、図１（ｂ）はそ
のＡ－Ａ断面における概略断面図である。
【００１１】
　図１（ａ）及び（ｂ）に示すように、実施の形態１に係る発光装置１００は、発光素子
１０と、光透過部材４０と、を備えている。光透過部材４０は、波長変換層２０と最外層
３０を有している。波長変換層２０は、樹脂２１と蛍光物質２５を含んでいる。最外層３
０は、樹脂３１とチクソ性付与剤３５を含んでいる。光透過部材４０は、少なくとも発光
素子１０の光を外部に透過させ、本実施の形態では蛍光物質２５の光も外部に透過させる
。そして、最外層３０の表面は、凹凸を有している。
【００１２】
　このように、最外層３０の表面が凹凸を有することによって、発光装置１００の最外層
３０とカバーテープ又は吸着ノズル（コレット）との接触面積を小さくすることができる
。これにより、発光装置１００のカバーテープへの貼り付き及び／若しくは実装時のリリ
ース不良を抑えることができる。また、チクソ性付与剤３５の配合によって、樹脂３１の
表面の粘着性（タック性）を低減することができ、それも発光装置１００のカバーテープ
への貼り付き及び／若しくは実装時のリリース不良の抑制に寄与する。
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【００１３】
　なお、最外層３０の表面の凹凸は、算術平均粗さＲａが５μｍ以上３０μｍ以下である
ことが好ましく、１０μｍ以上２０μｍ以下であることがより好ましい。この算術平均粗
さＲａは、ＪＩＳ　Ｂ０６０１に準ずるものとする。
【００１４】
　また、図１（ａ）及び（ｂ）に示すように、発光装置１００は、被覆部材５０と、導光
部材５５と、一対の外部接続端子６０と、を更に備えている。光透過部材４０は、発光素
子１０の上方に接続している。被覆部材５０は、発光素子１０の周囲を被覆している。一
対の外部接続端子６０は、発光素子１０の下方に接続している。一対の外部接続端子６０
は、少なくとも下面が被覆部材５０から露出されている。このような発光装置１００は、
主として、下面が実装面となり、実装時に、その反対側の上面、即ち最外層３０の表面が
吸着ノズル（コレット）によって吸着されるため、本実施の形態の構成が効果を奏しやす
い。
【００１５】
　このような発光装置１００は、例えば以下のようにして製造することができる。図２（
ａ）～（ｅ）は、実施の形態１に係る発光装置１００の製造方法の一例を示す概略断面図
である。発光装置１００の製造方法は、チクソ性付与剤３５を配合した樹脂３１を発光素
子１０上に噴霧して堆積させた後硬化させることにより、最外層３０を、表面に凹凸を生
じさせて形成することを含む。これにより、上記のようなカバーテープへの貼り付き及び
／若しくは実装時のリリース不良を抑えられる発光装置を比較的簡便に製造することがで
きる。
【００１６】
　なお、ここでは、図２（ａ）～（ｄ）のように、複数の発光装置１００が連なった状態
の発光装置の複合体を作製し、最後に、図２（ｅ）のように、発光装置の複合体を個々の
発光装置１００に分割する例を示す。
【００１７】
　まず、図２（ａ）及び（ｂ）は、発光素子１０の上に波長変換層２０を形成する工程を
示す。具体的には、噴霧装置９０を用いて、樹脂２１と蛍光物質２５を含むスラリー７０
を、発光素子１０上に噴霧し、樹脂２１を硬化させる。なお、スラリー７０には、樹脂２
１と蛍光物質２５のほか、揮発性の溶剤を含ませてもよい。
【００１８】
　このように、光透過部材４０は、発光素子１０と最外層３０の間に、樹脂２１と蛍光物
質２５を含む波長変換層２０を有することが好ましい。これにより、最外層３０を、波長
変換層２０の蛍光物質２５を外気、外力、熱などから保護する層として機能させることが
できる。
【００１９】
　特に、本実施の形態のように、波長変換層２０を、樹脂２１と蛍光物質２５を噴霧して
堆積させた後、樹脂２１を硬化させることにより形成する場合、蛍光物質２５が波長変換
層２０の表面近傍に存在しやすいため、最外層３０により蛍光物質２５を保護する技術的
意義が増大する。
【００２０】
　なお、この場合、波長変換層２０の厚さは、特に限定されないが、下限としては、蛍光
物質２５の粒径及び必要含有量の観点から、１０μｍ以上であることが好ましく、３０μ
ｍ以上であることがより好ましい。また、上限としては、層の側面からの漏光を抑える観
点から、１５０μｍ以下であることが好ましく、１００μｍ以下であることがより好まし
い。
【００２１】
　また、樹脂２１と蛍光物質２５を含むスラリー７０の噴霧は、パルス式スプレー法で行
うことが好ましい。これにより、波長変換層２０を均質な層に形成しやすく、色度分布に
斑の少ない発光が可能となる。
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【００２２】
　このほか、波長変換層２０は、蛍光物質２５を含む樹脂２１を発光素子１０上に滴下（
ポッティング）し、樹脂２１を硬化させることにより形成してもよい。
【００２３】
　次に、図２（ｃ）及び（ｄ）は、波長変換層２０の上に最外層３０を形成する工程を示
す。具体的には、噴霧装置９２を用いて、樹脂３１とチクソ性付与剤３５を含むスラリー
８０を、波長変換層２０上に噴霧し、樹脂３１を硬化させる。このとき、図２（ｃ）に示
すように、樹脂３１は、チクソ性の増大によって、噴霧された際の粒の形状を維持しやす
くなっており、堆積した複数の樹脂３１の粒の表面が最外層３０の表面の凹凸として残る
ようになる。なお、スラリー８０には、樹脂３１とチクソ性付与剤３５のほか、揮発性の
溶剤を含ませてもよい。
【００２４】
　樹脂３１は、シリコーン樹脂、変性シリコーン樹脂、ハイブリッドシリコーン樹脂のう
ちのいずれか１つであることが好ましい。これらのシリコーン系樹脂は、耐熱性及び耐光
性に優れる反面、表面の粘着性が比較的高いため、本実施の形態の構成が効果を奏しやす
い。
【００２５】
　樹脂３１とチクソ性付与剤３５を含むスラリー８０の噴霧は、パルス式スプレー法で行
うことが好ましい。これにより、最外層３０の表面の広範囲において凹凸を均一に形成し
やすい。
【００２６】
　チクソ性付与剤３５の配合量は、特に限定はされないが、樹脂３１への好ましいチクソ
性付与の観点から、１ｗｔ％以上３０ｗｔ％以下であることが好ましく、３ｗｔ％以上２
０ｗｔ％以下であることがより好ましく、５ｗｔ％以上１０ｗｔ％以下であることがより
いっそう好ましい。なお、「ｗｔ％」は、重量パーセントであり、その層の構成材料の全
重量に対する各材料の重量の比率を表す。
【００２７】
　最外層３０の厚さは、特に限定はされない。但し、最外層３０の厚さの下限としては、
例えば１μｍ以上が挙げられ、蛍光物質２５の保護の観点から、３μｍ以上であることが
好ましく、５μｍ以上であることがより好ましく、蛍光物質２５の粒径より大きいことが
よりいっそう好ましい。また、最外層３０の厚さの上限としては、例えば５０μｍ以下が
挙げられ、層の側面からの漏光を抑える観点から、２０μｍ以下であることが好ましく、
１５μｍ以下であることがより好ましい。
【００２８】
　チクソ性付与剤３５の粒径は、特に限定はされないが、樹脂３１への好ましいチクソ性
付与の観点から、１ｎｍ以上１μｍ以下であることが好ましく、５ｎｍ以上１００ｎｍ以
下であることがより好ましい。なお、本明細書における粒径は、一次粒子径を意味し、平
均粒径（メジアン径Ｄ５０）により定義することができる。また、粒径は、レーザ回折・
散乱法、画像解析法（走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ））、動
的光散乱法、Ｘ線小角散乱法などにより測定することができる。
【００２９】
　チクソ性付与剤３５は、シリカのナノ粒子であることが好ましい。これにより、チクソ
性付与剤３５による光損失が少なく、光の取り出し効率の低下を抑えることができる。な
お、ナノ粒子とは、粒径が１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の粒子とする。
【００３０】
　最外層の樹脂３１は、波長変換層の樹脂２１と同種であることが好ましい。これにより
、波長変換層２０と最外層３０の馴染みを良くでき、また屈折率差による光反射を抑える
ことができる。
【００３１】
　以下、本発明の一実施の形態に係る発光装置及びその製造方法における各構成要素につ
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いて説明する。
【００３２】
（発光装置１００）
　発光装置は、実施の形態１のようなチップ・サイズ・パッケージ（ＣＳＰ；Chip Size 
Package）型のほか、ＰＬＣＣ（Plastic Leaded Chip Carrier）等のパッケージ型、又は
チップ・オン・ボード（ＣＯＢ；Chip On Board）型であってもよい。また、発光装置は
、実施の形態１のような上面発光（トップビュー）型に限らず、主発光面に対する外部接
続端子の配置関係によって、側面発光（サイドビュー）型にすることもできる。
【００３３】
（発光素子１０）
　発光素子は、少なくとも半導体素子構造を備え、多くの場合に基板をさらに備える。発
光素子は、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ；Light Emitting Diode）チップが挙げられる
。発光素子の上面視形状は、矩形、特に正方形状又は一方向に長い長方形状であることが
好ましいが、その他の形状であってもよい。発光素子（主に基板）の側面は、上面に対し
て、垂直であってもよいし、内側又は外側に傾斜していてもよい。発光素子は、同一面側
に正負（ｐ，ｎ）電極を有することが好ましいが、正／負電極を互いに反対の面に有する
対向電極構造でもよい。１つの発光装置に搭載される発光素子の個数は１つでも複数でも
よい。複数の発光素子は、直列又は並列に接続することができる。半導体素子構造は、半
導体層の積層体、即ち少なくともｎ型半導体層とｐ型半導体層を含み、また活性層をその
間に介することが好ましい。半導体素子構造は、正負電極及び／又は絶縁膜を含んでもよ
い。正負電極は、金、銀、錫、白金、ロジウム、チタン、アルミニウム、タングステン、
パラジウム、ニッケル又はこれらの合金で構成することができる。絶縁膜は、珪素、チタ
ン、ジルコニウム、ニオブ、タンタル、アルミニウムからなる群より選択される少なくと
も一種の元素の酸化物又は窒化物で構成することができる。発光素子の発光波長は、半導
体材料やその混晶比によって、紫外域から赤外域まで選択することができる。半導体材料
としては、蛍光物質を効率良く励起できる短波長の光を発光可能な材料である、窒化物半
導体（主として一般式ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ、０≦ｘ、０≦ｙ、ｘ＋ｙ≦１）で
表される）を用いることが好ましい。発光素子の発光波長は、発光効率、並びに蛍光物質
の励起及びその発光との混色関係等の観点から、４００ｎｍ以上５３０ｎｍ以下が好まし
く、４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下がより好ましく、４５０ｎｍ以上４７５ｎｍ以下がよ
りいっそう好ましい。このほか、ＩｎＡｌＧａＡｓ系半導体、ＩｎＡｌＧａＰ系半導体、
硫化亜鉛、セレン化亜鉛、炭化珪素などを用いることもできる。発光素子の基板は、主と
して半導体素子構造を構成する半導体の結晶を成長可能な結晶成長用基板であるが、結晶
成長用基板から分離した半導体素子構造に接合させる接合用基板であってもよい。基板が
透光性を有することで、フリップチップ実装を採用しやすく、また光の取り出し効率を高
めやすい。基板の母材としては、サファイア、スピネル、窒化ガリウム、窒化アルミニウ
ム、シリコン、炭化珪素、ガリウム砒素、ガリウム燐、インジウム燐、硫化亜鉛、酸化亜
鉛、セレン化亜鉛、ダイヤモンドなどが挙げられる。なかでも、サファイアが好ましい。
基板の厚さは、例えば０．０２ｍｍ以上１ｍｍ以下であり、基板の強度や発光装置の厚さ
の観点において、０．０５ｍｍ以上０．３ｍｍ以下であることが好ましい。
【００３４】
（光透過部材４０）
　光透過部材の発光素子の光及び／又は蛍光物質の光に対する透過率は、７０％以上であ
ることが好ましく、８５％以上であることがより好ましい。光透過部材は、少なくとも最
外層を含む２層以上で構成される。つまり、光透過部材は、波長変換層と最外層以外に１
以上の層を含んでもよく、また波長変換層に替えて波長変換機能を実質的に有さない層を
含んでもよい。なお、光透過部材の隣接する２層の境界は、観測される場合と観測されな
い場合がある。
【００３５】
（波長変換層２０）
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　波長変換層は、少なくとも樹脂と蛍光物質により構成される。
【００３６】
（樹脂２１）
　波長変換層の樹脂は、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリカーボネ
ート樹脂、アクリル樹脂、ＴＰＸ樹脂、ポリノルボルネン樹脂、並びにこれらの変性樹脂
及びハイブリッド樹脂のうちの少なくとも１つを用いることができる。なかでも、シリコ
ーン樹脂、変性シリコーン樹脂、ハイブリッドシリコーン樹脂のうちのいずれか１つであ
ることが好ましい。波長変換層の樹脂は、蛍光物質の粒子同士を結着させる結着剤として
機能することができる。
【００３７】
（蛍光物質２５）
　蛍光物質は、発光素子から出射される一次光の少なくとも一部を吸収して、一次光とは
異なる波長の二次光を出射する。これにより、可視波長の一次光及び二次光の混色光（例
えば白色光）を出射する発光装置とすることができる。蛍光物質は、以下に示す具体例の
うちの１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて用いることができる。具体的な蛍光物
質としては、イットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（例えばＹ３（Ａｌ，Ｇ
ａ）５Ｏ１２：Ｃｅ）、ルテチウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（例えばＬｕ３

（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ）、シリケート系蛍光体（例えば（Ｂａ，Ｓｒ）２ＳｉＯ

４：Ｅｕ）、クロロシリケート系蛍光体（例えばＣａ８Ｍｇ（ＳｉＯ４）４Ｃｌ２：Ｅｕ
）、βサイアロン系蛍光体（例えばＳｉ６－ｚＡｌｚＯｚＮ８－ｚ：Ｅｕ（０＜Ｚ＜４．
２））、窒素含有アルミノ珪酸カルシウム（ＣＡＳＮ又はＳＣＡＳＮ）系蛍光体（例えば
（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ）、フッ化珪酸カリウム系蛍光体（例えばＫ２ＳｉＦ

６：Ｍｎ）などが挙げられる。このほか、蛍光物質は、量子ドットを含んでもよい。量子
ドットは、粒径１ｎｍ以上１００ｎｍ以下程度の粒子であり、粒径によって発光波長を変
えることができる。量子ドットは、例えば、セレン化カドミウム、テルル化カドミウム、
硫化亜鉛、硫化カドミウム、硫化鉛、セレン化鉛、又はテルル化カドミウム・水銀などが
挙げられる。
【００３８】
（最外層３０）
　最外層の表面は、発光装置の外面の一部を構成する。最外層は、少なくとも樹脂とチク
ソ性付与剤により構成される。最外層は、蛍光物質を実質的に含まないことが好ましい。
実質的にチクソ性付与剤が配合された樹脂のみで構成される最外層は、好ましい一例であ
る。
【００３９】
（樹脂３１）
　最外層の樹脂は、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリカーボネート
樹脂、アクリル樹脂、ＴＰＸ樹脂、ポリノルボルネン樹脂、並びにこれらの変性樹脂及び
ハイブリッド樹脂のうちの少なくとも１つを用いることができる。シリコーン系の樹脂と
しては、ジメチルシリコーン樹脂、フェニル－メチルシリコーン樹脂、ジフェニルシリコ
ーン樹脂、並びにこれらの変性樹脂及びハイブリッド樹脂のうちの少なくとも１つを用い
ることができる。
【００４０】
（チクソ性付与剤３５）
　チクソ性付与剤は、最外層の樹脂にチクソ性を付与する又は増大させる。チクソ性付与
剤は、無機物でも有機物でもよい。具体的には、シリカ、ベントナイト、ステアリン酸ア
ミド、ひまし油などを用いることができる。なかでも、透光性の観点から、シリカが好ま
しい。
【００４１】
（被覆部材５０）
　被覆部材は、例えば「モールドアンダーフィル」などと呼ばれるもの、又は樹脂パッケ
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ージであってよい。被覆部材は、少なくとも樹脂の母材を含み、更にその母材中に白色顔
料を配合することが好ましく、また任意で充填剤を配合してもよい。被覆部材の母材は、
熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を用いることができる。熱硬化性樹脂は、シリコーン樹脂
、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリビスマレイミドトリアジン樹脂、不飽和ポリエス
テル樹脂、並びにこれらの変性樹脂及びハイブリッド樹脂のうちの少なくとも１つを用い
ることができる。熱可塑性樹脂は、脂肪族ポリアミド樹脂、半芳香族ポリアミド樹脂、ポ
リシクロへキシレンジメチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリシク
ロヘキサンテレフタレート、液晶ポリマー、ポリカーボネート樹脂、並びにこれらの変性
樹脂及びハイブリッド樹脂のうちの少なくとも１つを用いることができる。白色顔料は、
酸化チタン、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭
酸カルシウム、水酸化カルシウム、珪酸カルシウム、珪酸マグネシウム、チタン酸バリウ
ム、硫酸バリウム、水酸化アルミニウム、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウムなどが挙
げられる。白色顔料は、これらのうちの１種を単独で、又はこれらのうちの２種以上を組
み合わせて用いることができる。なお、白色顔料は、後述の充填剤とは異なるものとする
。白色顔料の形状は、特に限定されず、不定形（破砕状）でもよいが、流動性の観点では
球状が好ましい。充填剤は、有機物でもよいが、熱膨張係数がより低い観点において、無
機物を用いることが好ましい。充填剤は、シリカ、ガラス、ワラストナイト（珪酸カルシ
ウム）、マイカ、タルク、チタン酸カリウム、酸化アルミニウムなどが挙げられる。充填
剤は、これらのうちの１種を単独で、又はこれらのうちの２種以上を組み合わせて用いる
ことができる。充填剤の形状は、特に限定されず、不定形（破砕状）でもよいが、流動性
の観点では球状が好ましい。また、強化剤として機能させる充填剤は、繊維状又は板状（
鱗片状）が好ましい。
【００４２】
（導光部材５５）
　導光部材は、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリカーボネート樹脂
、アクリル樹脂、ＴＰＸ樹脂、ポリノルボルネン樹脂、並びにこれらの変性樹脂及びハイ
ブリッド樹脂のうちの少なくとも１つを用いることができる。なかでも、シリコーン樹脂
、変性シリコーン樹脂、ハイブリッドシリコーン樹脂のうちのいずれか１つであることが
好ましい。導光部材は、上述の蛍光物質を配合してもよい。また、導光部材は、省略して
もよい。
【００４３】
（外部接続端子６０）
　外部接続端子は、突起電極（バンプ又はピラー）でもよいし、リード電極（個片化され
たリードフレーム）でもよく、また発光素子の正負電極を兼ねてもよい。外部接続端子は
、金属又は合金の小片で構成することができる。具体的には、例えば、金、銀、銅、鉄、
錫、白金、亜鉛、ニッケル、アルミニウム、タングステン、及びはこれらの合金が挙げら
れる。なかでも、銅は、熱伝導性に優れ、比較的安価であるため、銅又は銅合金が特に好
適である。また、金は、また化学的に安定であり表面酸化が少なく接合しやすい性質を有
するため、金又は金合金も好ましい。外部接続端子は、半田接合性の観点から、表面に金
又は銀などの被膜を有してもよい。
【００４４】
（噴霧装置９０，９２）
　噴霧装置は、各種スプレー装置を用いることができる。特に、パルス式スプレー装置が
好ましい。パルス式スプレー装置は、空気圧による間欠吐出が可能であり、散布量を調整
しやすいため、微小空間にも成膜でき、また均質な膜を形成しやすい。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明に係る実施例について詳述する。なお、本発明は以下に示す実施例のみに
限定されないことは言うまでもない。
【００４６】
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＜実施例１＞
　実施例１の発光装置は、図１（ａ）及び（ｂ）に示す例の発光装置１００の構造を有す
る、横幅１．７ｍｍ、縦幅１．７ｍｍ、厚さ０．２８ｍｍの直方体状の上面発光・ＣＳＰ
型のＬＥＤ装置である。発光素子１０は、サファイア基板と、窒化物半導体のｎ型層、活
性層、ｐ型層が順次積層された半導体素子構造と、を有し、青色（発光ピーク波長４５５
ｎｍ）発光可能な、横幅１ｍｍ、縦幅１ｍｍ、厚さ０．１５ｍｍのＬＥＤチップである。
光透過部材４０は、発光素子１０の上方即ちサファイア基板に接続している。光透過部材
４０は、発光素子１０の上面、被覆部材５０の上面、導光部材５５の上面に接する波長変
換層２０と、その波長変換層２０上を被覆する最外層３０と、の２層により構成されてい
る。波長変換層２０は、樹脂２１としてフェニル－メチルシリコーン樹脂（硬化物）と、
蛍光物質２５としてＹＡＧ系蛍光体、ＬＡＧ系蛍光体、ＳＣＡＳＮ系蛍光体と、を含む厚
さ０．０８ｍｍの層である。最外層３０は、樹脂３１として樹脂２１と同じフェニル－メ
チルシリコーン樹脂（硬化物）と、チクソ性付与剤３５として日本アエロジル社製の粒径
１２ｎｍのシリカの粒子と、を含む厚さ０．０１ｍｍの層である。チクソ性付与剤３５の
配合量は、９．１ｗｔ％である。被覆部材５０は、発光素子１０の側方においては導光部
材５５を介して発光素子１０の周囲を被覆し、発光素子１０の下方においては直接発光素
子１０を被覆している。被覆部材５０は、酸化チタンを６０ｗｔ％含有するフェニル－メ
チルシリコーン樹脂（硬化物）である。導光部材５５は、発光素子１０の側面に接し、発
光素子１０の周囲を被覆している。導光部材５５は、被覆部材５０と同じフェニル－メチ
ルシリコーン樹脂（硬化物）である。一対の外部接続端子６０は、発光素子１０の下方に
接続している。一対の外部接続端子６０は其々、厚さ０．０４ｍｍの銅の母体の表面にニ
ッケル／金の被膜が形成された小片であって、発光素子１０の正負電極に接続している。
一対の外部接続端子６０は、下面が被覆部材５０から露出されている。より詳細には、一
対の外部接続端子６０の下面と被覆部材５０の下面は、実質的に同一面をなし、本発光装
置の下面を構成している。
【００４７】
　本実施例１の発光装置は、以下のように、発光装置の複合体を作製し、その発光装置の
複合体を分割することで得られる。まず、正負電極に一対の外部接続端子６０の母体を各
々接続した発光素子１０を複数個、サファイア基板側を下向きにして、シート上に略等間
隔に縦横に配列する。次に、導光部材５５の材料を、各発光素子１０の周囲を被覆するよ
うにディスペンサで塗布し、オーブンで硬化させる。次に、被覆部材５０を、全ての発光
素子１０を埋め込むように圧縮成形法により成形した後、研削して外部接続端子６０を露
出させる。次に、各発光素子１０の一対の外部接続端子６０の母体上にスパッタ装置でニ
ッケル／金の被膜を成膜する。次に、シートを剥がし、発光素子１０のサファイア基板側
を上向きにして、発光素子１０、被覆部材５０、導光部材５５の連続する上面に、噴霧装
置９０としてパルス式スプレー装置を用いて、樹脂２１、蛍光物質２５及び溶剤のｎ－ヘ
プタン（樹脂２１：蛍光物質２５：溶剤＝１０：１５：２５）を含むスラリー７０を噴霧
して、樹脂２１をオーブンで仮硬化させることで波長変換層２０を形成する。次に、波長
変換層２０の上面に、噴霧装置９２としてパルス式スプレー装置を用いて、樹脂３１、チ
クソ性付与剤３５及び溶剤のｎ－ヘプタン（樹脂３１：チクソ性付与剤３５：溶剤＝１０
：１：２５）を含むスラリー８０を噴霧して、樹脂３１をオーブンで仮硬化させることで
最外層３０を形成する。その後、更にオーブンで樹脂２１，３１を本硬化させることで光
透過部材４０を完成させる。最後に、ダイシング装置で発光装置の複合体を縦横に切断し
、個々の発光装置に分割する。
【００４８】
＜比較例１＞
　比較例１の発光装置は、最外層の樹脂３１にチクソ性付与剤３５を配合しないこと以外
は、実施例１の発光装置と同様に作製する。
【００４９】
　図３（ａ）は実施例１の発光装置の最外層の上面の顕微鏡写真であり、図３（ｂ）は比
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較例１の発光装置の最外層の上面の顕微鏡写真である。図３（ａ），（ｂ）に示すように
、比較例１の発光装置における最外層の上面は比較的平坦で艶があるのに対して、実施例
１の発光装置における最外層の上面は細かい凹凸を生じていることがわかる。また、比較
例１の発光装置の３つのサンプルにおける最外層の上面の算術平均粗さＲａは３．０２μ
ｍ、３．７６μｍ、４．０１μｍであるのに対して、実施例１の発光装置の３つのサンプ
ルにおける最外層の上面の算術平均粗さＲａは１２．８１μｍ、１３．３６μｍ、１３．
８８μｍである。なお、この算術平均粗さＲａは、例えばキーエンス社製レーザ顕微鏡Ｖ
Ｋ－９５１０で測定される。そして、実施例１の発光装置は、比較例１の発光装置に比べ
、カバーテープへの貼り付き及び／若しくは実装時のリリース不良が抑えられている。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明の一実施の形態に係る発光装置は、液晶ディスプレイのバックライト装置、各種
照明器具、大型ディスプレイ、広告や行き先案内等の各種表示装置、プロジェクタ装置、
さらには、デジタルビデオカメラ、ファクシミリ、コピー機、スキャナ等における画像読
取装置などに利用することができる。
【符号の説明】
【００５１】
　１０…発光素子
　２０…波長変換層
　２１…樹脂
　２５…蛍光物質
　３０…最外層
　３１…樹脂
　３５…チクソ性付与剤
　４０…光透過部材
　５０…被覆部材
　５５…導光部材
　６０…外部接続端子
　７０…樹脂と蛍光物質を含むスラリー
　８０…樹脂とチクソ性付与剤を含むスラリー
　９０，９２…噴霧装置
　１００…発光装置
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